85.34- CIRCUITOS IMPRESOS.

Segun la Nota 4 de este capitulo, esta partida comprende los circuitos que se obtienen disponiendo sobre un
soporte aislante por cualquier procedimiento de impresidon (impresién propiamente dicha, incrustacion,
deposicion electrolitica o grabado) elementos simplemente conductores (cableado), contactos u otros
componentes impresos, tales como inductancias, resistencias y condensadores (elementos Ilamados pasivos), con
exclusion de cualquier elemento que pueda producir, rectificar, detectar, modular o amplificar una sefial
eléctrica, tales como diodos, triodos u otros elementos Ilamados activos. Algunos circuitos de base o virgenes se
componente solamente de elementos conductores impresos, generalmente constituidos por bandas o laminas
delgadas, uniformes, incluso con dispositivos de conexion o de contacto. Por el contrario, otros combinan varios
de estos elementos segun un esquema preestablecido.

Los soportes aislantes son generalmente planos, pero pueden ser cilindricos, troncocénicos, etc. Pueden
llevar un circuito impreso en una sola o en las dos caras (circuitos dobles). Varios circuitos impresos pueden
superponerse y conectarse juntos (circuitos maltiples).

Se clasifican también aqui los circuitos de capa (gruesa o delgada) constituidos exclusivamente. por
elementos pasivos.

Los circuitos de capa delgada se obtienen depositando en plaquitas de vidrio o cerdmica, segun un esquema
predeterminado, peliculas metélicas y dieléctricas, por evaporacién en vacio, pulverizacion catddica o por
tratamiento quimico. Puede procederse por deposito a través de méscaras, o bien, por deposito de una hoja
continua seguido de un grabado selectivo.

Los circuitos de capa gruesa se obtienen por impresion a través de una pantalla, sobre plaquitas de ceramica,
de esquemas similares, con pastas o tintas que consisten en una mezcla de polvos de vidrio, de cerdmica o de
metal, con disolventes apropiados. Estas plaquitas se cuecen posteriormente en un horno.
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Los circuitos impresos pueden estar perforados o tener elementos de conexién no impresos que permitan el
montaje de elementos mecanicos o la conexién de componentes eléctricas distintos de los obtenidos durante el
proceso de impresion. Los circuitos de capa se presentan generalmente en capsulas de metal, ceramica o plastico
y con las conexiones.

Los componentes individuales pasivos tales como inductancias, condensadores y resistencias, obtenidos por cualquier procedimiento de
impresion, no se consideran circuitos impresos de esta partida, sino siguen su propio régimen (ps. 85.04, 85.16, 85.32 u 85.33, por ejemplo).

Los circuitos en los que se han montado o se han conectado elementos mecénicos o componentes eléctricos no se consideran circuitos
impresos a efectos de esta partida. Se clasifican generalmente por aplicacion de la Nota 2 de la seccidon XVI o de la Nota 2 del capitulo 90,
segln los casos.



